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Ogdlnie znana magistrala szyn nosnych do modu-
larnego systemu obudow elektronicznych.

Przy zasilaniu, fgczeniu i dystrybucji w zastosowaniach
modularnych magistrala szyn no$nych zastepuje kosztow-
ne okablowanie jednostkowe dzigki bezprzerwowemu i
elastycznemu rozwigzaniu systemowemu.

Magistrala systemowa jest bezpiecznie zintegrowana w
standardowej szynie nosnej 35 mm. Dzieki metodzie roz-
ptywu mozna w petni automatycznie obrabiaé¢ blok styko-
wy magistrali SMD przy produkcji podzespotu. Odporne,
poztacane powierzchnie stykow gwarantujg trwale nieza-
wodne kontaktowanie dla wszystkich szerokosci obudo-
wy.

* Nieograniczone mozliwosci skalowania. - ogélne
rozwigzanie faczace, dotyczace wszystkich szerokosci sys-
temoéw - od tarczy 6 mm do wielkoprzestrzennej obudowy
67 mm

* Instalacja tatwa w serwisowaniu. - prosta wymiana
modutéw, réwniez tych w istniejacych zwigzkach moduto-
wych bez wptywu na moduty sasiadujgce

* Uniwersalna integracja - magistrala

systemowa: bezpiecznie zintegrowana w standardowej
szynie no$nej 35 mm

* Maksymalne mozliwosci dysponowania. - Pie¢ cat-
kowicie galwanizowanych i czesciowo ztoconych bliznia-
czych stykéw tukowych zapewnia trwaty kontakt z ma-
gistrala szyn nos$nych Kotnierze lutownicze THR [roptyw

przewlekany] zapewniajg stabilne potaczenie z ptytkg ob-
wodu drukowanego.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ztacze wtykowe do druku, blok stykowy magistrali
do CH20M®6, Potaczenie lutowane THT/THR, Licz-
ba biegunéw: 5, 180°, poztacany, czarny

Nr zam. 1155850000

Typ SR-SMD 4.50/05/90 AU BK RL

GTIN (EAN) 4032248942374

llos¢ 300 Szt.

parametry produktu IEC: 160 V
UL:300V /5 A

opakowanie Tape
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Wymiary i ciezary

Wysoko$é 5,9 mm Wysoko$¢ (cale) 0,232 inch
Szeroko$é 16,3 mm Szeroko$¢ (cale) 0,642 inch
Dtugosc¢ 24 mm Dtugosc (cale) 0,945 inch
Masa netto 1649
Dane materiatowe
Materiat izolacyjny LCP Barwny czarny
Tabela koloréw (podobny) RAL 9011 grupa materiatéw izolacyjnych Illa
Poréwnywalny wskaznik $ledzenia (CTl) 175 < CTI <400 Wytrzymato$¢ izolacji >10%Q
Moisture Level (MSL) 1 Powierzchnia styku poztacany
Temperatura magazynowania, min. -40 °C Temperatura magazynowania, max. 70°C
Temperatura pracy, min. -50°C Temperatura pracy, max. 100 °C
Zakres temperatur montaz, min. -30°C Zakres temperatur montaz, max. 100 °C
Dane znamionowe wg IEC
przetestowane zgodnie z norma Prad znamionowy, maks. liczba biegu-

IEC 60664-1, IEC 61984 now (Tu=40°C) 3,6 A
napiecie znamionowe przy kat. prze- napiecie znamionowe przy kat. prze-
pie¢/stopniu zanieczyszczenia ll/2 160V pieé/stopniu zanieczyszczenia Ill/2 100V
napiecie znamionowe przy kat. prze- odpornos$é na zwarcia
pie¢/stopniu zanieczyszczenia lll/3 63V 3x 1swith 145 A
Znamionowe napiecie impulsowe przy Odstep izolacyjny po izolacji, min.
kat. przepie¢ / stopniu zanieczyszczenia
11/3 1,5 kV 3,2 mm
Odstep izolacyjny powietrzny, min. 2,3 mm
Dane znamionowe wg UL 1059
Instytut (cURus) Nr certyfikatu (cURus)

c u s E60693
Napigcie znamionowe (grupa uzytkowa Napigcie znamionowe (grupa uzytkowa
B / UL 1059) 300V C/ UL 1059) 50V
Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa Prad znamionowy (grupa uzytkowa B /
D / UL 1059) 50V UL 1059) 5A
Prad znamionowy (grupa uzytkowa C / Prad znamionowy (grupa uzytkowa D /
UL 1059) 5A UL 1059) 5A

Odniesienie do warto$ci znamionowych

W specyfikacji podano
warto$ci minimalne, szcze-
goty - patrz certyfikat.

Dane materiatowe

Materiat izolacyjny LCP Poréwnywalny wskaznik $ledzenia (CTl) 175 < CTI <400
grupa materiatéw izolacyjnych llla

Dane ogélne

Barwny czarny Stopien ochrony IP20

Tabela koloréw (podobny) RAL 9011
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Klasyfikacje

ETIM 6.0 ECO01031 ETIM 7.0 EC001031

ETIM 8.0 ECO01031 ETIM 9.0 EC001031

ECLASS 9.0 27-18-27-90 ECLASS 9.1 27-18-27-90

ECLASS 10.0 27-18-27-92 ECLASS 11.0 27-18-27-92

ECLASS 12.0 27-18-27-92 ECLASS 13.0 27-18-27-92

Wazna informacja

Zgodnosé IPC Zgodnos¢: produkty sa projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami miedzynaro-

dowymi, wiasciwosci produktéw sg zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jako$¢ wykonania
jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na zyczenie moga by¢ ocenione dalsze wymagania dotyczace

produktéw.

Dopuszczenia

Dopuszczenia

C

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cURus) E60693

Pobieranie

Dane projektowe CAD data — STEP

Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury FL ANALO.SIGN.CONV. EN

MB DEVICE MANUF. EN

FL MACHINE SAFETY EN
FL 72H SAMPLE SER EN
PO OMNIMATE EN

PO OMNIMATE EN
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Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more
than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of
components.

We have to consider the following parameters:
* Time for pre heating

* Maximum temperature

* Time above melting point

* Time for cooling

* Maximum heating rate

* Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for
the solder phase. Heating rate is typically <+3K/s. In parallel the solder paste is ,activated’. The time above melting point of 217°C the
paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10
and 40 seconds. In the cooling phase at 2 -6K/s solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.

We reserve the right to make technical changes.



